
BGA封装基板BT类IC载板HL832NXA超薄多层精密PCB电路板

产品名称 BGA封装基板BT类IC载板HL832NXA超薄多层精
密PCB电路板

公司名称 深圳嘉圳电子科技有限公司

价格 32.00/个

规格参数 嘉圳:IC载板
BGA:BGA
深圳:宝安

公司地址 深圳市宝安区沙井街道新沙路星际大厦3A09

联系电话 18680337466 18680337466

产品详情

亲爱的同行、合作伙伴以及尊敬的客户们，大家好！我是深圳嘉圳电子科技有限公司的代表，很荣幸能
有机会在此向大家介绍我们的产品——BGA封装基板BT类IC载板HL832NXA超薄多层精密PCB电路板。

一、基本概念和理论框架 

BGA（Ball Grid Array）封装基板是一种常见的半导体封装技术，它具有重要的应用价值和广泛的用途。B
GA采用球形焊点连接芯片与封装基板，通过高密度布线技术，使得芯片与基板之间的信号传输更加稳定
和可靠。

二、研究进展与实用建议 

我们专注于BGA封装基板的研发与生产，不断追求更高的技术水平和质量标准。HL832NXA型号是我们
的一款超薄多层精密PCB电路板，借助于先进的生产工艺和设备，确保了其高度的电子元件安装和布线
设计。

超薄：HL832NXA PCB电路板采用了超薄设计，厚度仅为0.8mm，适用于对封装厚度要求严格的领域。
多层：采用多层设计，大大提升了布线的灵活性和信号传输的可靠性。 精密：我们对每个电子元件的安
装和布线设计都进行了严格的控制，以确保整个电路的稳定性和可靠性。
三、行业实践和解决问题的方法 

在BGA封装基板的应用领域中，我们以优质的产品质量和卓越的技术支持赢得了客户的信任和好评。我
们的产品不仅满足了市场的需求，而且在解决行业问题方面也具备独特的优势。

稳定性：BGA封装基板的球形焊点连接技术大大提高了电路的稳定性，减少了因温度变化而引起的连接
松动和接触不良问题。
可靠性：超薄多层PCB电路板的设计和制造过程严格控制，保证了产品的可靠性和长期稳定性。



四、领域案例 

我们的产品已成功应用于多个行业，为客户提供了解决方案并获得了业绩的进一步提升。

例如，某汽车电子系统厂商的一款高性能中央处理器模块将我们的HL832NXA PCB电路板作为其重要组
成部分，通过BGA封装基板的可靠性和稳定性，保证了整个汽车电子系统的性能和安全性。

除此之外，我们的HL832NXA
PCB电路板也被广泛应用于智能家居、工业自动化、通信设备等领域，为客户提供了高质量的解决方案
。

问答 

问：BGA封装基板的应用有哪些特点？

答：BGA封装基板具有信号传输稳定、布线灵活和封装厚度低等特点。

问：为什么选择深圳嘉圳电子科技有限公司的HL832NXA PCB电路板？

答：我们专注于BGA封装基板的研发与生产，通过先进的工艺和控制，提供超薄、多层、精密的电路板
，确保产品质量和可靠性。

在结束之前，我特别提醒大家，深圳嘉圳电子科技有限公司的BGA封装基板BT类IC载板HL832NXA超薄
多层精密PCB电路板的价格仅为32.00元/个。如果您对我们的产品感兴趣，欢迎随时联系我们，我们将竭
诚为您提供的技术支持和优质的产品。

谢谢大家！
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